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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子および前記発光素子を覆う透光性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列
された回路基板と、を有するディスプレイユニットであって、
　隣接した前記光源の間には、前記発光素子の側面側にある前記透光性部材の表面を覆う
光吸収部材を有し、
　前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の上面側にある前記透光性部材の表面を被膜し
ており、
　前記透光性部材の表面に対して略垂直方向における前記光吸収部材の厚さは、前記発光
素子の側面側よりも上面側の方が薄いことを特徴とするディスプレイユニット。
【請求項２】
　隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記透光性部材の高さよりも低く設け
られていることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイユニット。
【請求項３】
　隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材の表面は、凹曲面を有していることを特徴
とする請求項１又は２に記載のディスプレイユニット。
【請求項４】
　隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記発光素子の上面以上の高さを有し
ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一つに記載のディスプレイユニット。
【請求項５】
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　前記光吸収部材は、さらに前記回路基板の側面を覆っていることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか一つに記載のディプレイユニット。
【請求項６】
　前記光吸収部材の表面は、凹凸を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一
つに記載のディプレイユニット。
【請求項７】
　発光素子および前記発光素子を覆う透光性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列
された回路基板と、を有するディスプレイユニットであって、
　隣接した前記光源の間には、前記発光素子の真横に位置する前記透光性部材の表面を少
なくとも覆う光吸収部材を有し、
　前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の直上に位置する前記透光性部材の表面を被膜
しており、
　前記透光性部材の表面に対して略垂直方向における前記光吸収部材の厚さは、前記発光
素子の真横よりも直上の方が薄いことを特徴とするディスプレイユニット。
【請求項８】
　発光素子および前記発光素子を覆う透光性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列
された回路基板と、を有するディスプレイユニットであって、隣接した光源の間には、前
記発光素子の側面側にある前記透光性部材の表面を覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部
材は、さらに前記発光素子の上面側にある前記透光性部材の表面を被膜しており、前記透
光性部材の表面に対して略垂直方向における前記光吸収部材の厚さは、前記発光素子の側
面側よりも上面側の方が薄く設けられ、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、
前記透光性部材の高さよりも低く設けられていることを特徴とするディスプレイユニット
の製造方法であって、
　隣接する前記光源の間に充填された前記光吸収部材を、前記発光素子の上面側にある前
記透光性部材の表面まで這い上がらせて被膜する工程を有することを特徴とするディスプ
レイユニットの製造方法。
【請求項９】
　発光素子および前記発光素子を覆う透光性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列
された回路基板と、を有するディスプレイユニットであって、隣接した光源の間には、前
記発光素子の側面側にある前記透光性部材の表面を覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部
材は、さらに前記発光素子の上面側にある前記透光性部材の表面を被膜しており、前記透
光性部材の表面に対して略垂直方向における前記光吸収部材の厚さは、前記発光素子の側
面側よりも上面側の方が薄く設けられ、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、
前記透光性部材の高さよりも低く設けられていることを特徴とするディスプレイユニット
の製造方法であって、
　前記光源を液体状の前記光吸収部材で覆う工程と、
　隣接する前記光源の間にある前記光吸収部材を、前記透光性部材の高さよりも低くなる
ように硬化することによって、前記発光素子の上面側にある前記透光性部材の表面を被膜
する工程と、を有することを特徴とするディスプレイユニットの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイユニット及びその製造方法に係り、特に、発光素子を用いたデ
ィスプレイユニット及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子を用いたディスプレイユニットは、その利用分野の拡大、或いはより高
い表示品位が要求されることに伴い、屋外、屋内を問わずコントラストなどの視認性を向
上させることが求められている。このため様々な開発がなされてきた。
　例えば、黒色エポキシ樹脂などの光吸収部材からなるパッケージに、透光性部材に封止
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された発光素子が搭載されてなる発光ダイオードが開示されている（例えば、特許文献１
参照）。そのディスプレイユニットは、前記発光ダイオードが実装基板に複数配列され、
配列された各発光ダイオードの間には黒色ウレタン樹脂などの耐候性部材が充填されてい
る。以上の構成により、特許文献１に係るディスプレイユニットは、外光による擬似点灯
を低減して点灯時および消灯時のコントラストを向上させることができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２２３００５号公報（図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のディスプレイユニットは、パッケージだけでは無く、発光素子な
どを封止している透光性部材の表面でも外光を反射してしまい、ディスプレイユニットの
表示面がギラついて見える等の問題を有していた。このため、従来のディスプレイユニッ
トでは、コントラストを向上させるのが不十分であると共に、ディスプレイユニットとし
ての視認性も大幅に低下させていた。
【０００５】
　そこで、本発明は、前記した問題に鑑み創案されたものであり、コントラストをさらに
向上させることができると共に視認性にも優れたディスプレイユニット及び、その製造方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、前記課題は次の手段により解決される。
【０００７】
　本発明のディスプレイユニットは、発光素子および前記発光素子を覆う透光性部材を有
する複数の光源と、前記光源が配列された回路基板と、を有するディスプレイユニットで
あって、隣接した前記光源の間には、前記発光素子の側面側にある前記透光性部材の表面
を覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の上面側にある前記透
光性部材の表面を被膜しており、前記透光性部材の表面に対して略垂直方向における前記
光吸収部材の厚さは、前記発光素子の側面側よりも上面側の方が薄いことを特徴とする。
これにより、コントラストを向上することができると共に視認性に優れたディスプレイユ
ニットとすることができる。
【０００８】
　また、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記透光性部材の高さよりも低
く設けられているのが好ましい。これにより、各光源の配光を妨げる事無くコントラスト
を改善することができ、ディスプレイユニットとしての視認性を向上させることができる
。
　また、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材の表面は、凹曲面を有しているのが
好ましい。これにより、各光源からの光を暈すことができるため、ディスプレイユニット
としての視認性を向上させることができる。さらに、光吸収部材にて吸収しきれなかった
外光を拡散させることができるため、ギラつきの発生を抑制してコントラストを向上させ
ることができる。
　また、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記発光素子の上面以上の高さ
を有している。これにより、隣接する光源からの光によって、点灯していない光源までも
が点灯しているように見える事（擬似点灯）を防止することができる。
　また、前記光吸収部材は、さらに前記回路基板の側面を覆っていることが好ましい。こ
れにより、ディスプレイユニットを複数並べて配置した際に生じる隙間によって、発生す
る目地の見え方を改善する事ができる。
　また、前記光吸収部材の表面は、凹凸を有しているのが好ましい。これにより、光吸収
部材の表面に照射される外光を拡散させることができるので、コントラストをさらに向上
させることができる。
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【０００９】
　また、本発明のディスプレイユニットは、発光素子および前記発光素子を覆う透光性部
材を有する複数の光源と、前記光源が配列された回路基板と、を有するディスプレイユニ
ットであって、隣接した前記光源の間には、前記発光素子の真横に位置する前記透光性部
材の表面を少なくとも覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の
直上に位置する前記透光性部材の表面を被膜しており、前記透光性部材の表面に対して略
垂直方向における前記光吸収部材の厚さは、前記発光素子の真横よりも直上の方が薄いこ
とを特徴とするディスプレイユニット。これにより、コントラストを向上することができ
ると共に視認性に優れたディスプレイユニットとすることができる。
【００１０】
　本発明のディスプレイユニットの製造方法は、発光素子および前記発光素子を覆う透光
性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列された回路基板と、を有するディスプレイ
ユニットであって、隣接した光源の間には、前記発光素子の側面側にある前記透光性部材
の表面を覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の上面側にある
前記透光性部材の表面を被膜しており、前記透光性部材の表面に対して略垂直方向におけ
る前記光吸収部材の厚さは、前記発光素子の側面側よりも上面側の方が薄く設けられ、隣
接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記透光性部材の高さよりも低く設けられ
ていることを特徴とするディスプレイユニットの製造方法であって、隣接する前記光源の
間に充填された前記光吸収部材を、前記発光素子の上面側にある前記透光性部材の表面ま
で這い上がらせて被膜する工程を有することを特徴とする。これにより、各光源の間に隙
間無く光吸収部材を配置することができると共に、発光素子の上面側に設けられる光吸収
部材を容易に薄膜化することができる。
【００１１】
　また、本発明のディスプレイユニットの製造方法は、発光素子および前記発光素子を覆
う透光性部材を有する複数の光源と、前記光源が配列された回路基板と、を有するディス
プレイユニットであって、隣接した光源の間には、前記発光素子の側面側にある前記透光
性部材の表面を覆う光吸収部材を有し、前記光吸収部材は、さらに前記発光素子の上面側
にある前記透光性部材の表面を被膜しており、前記透光性部材の表面に対して略垂直方向
における前記光吸収部材の厚さは、前記発光素子の側面側よりも上面側の方が薄く設けら
れ、隣接した前記光源の間にある前記光吸収部材は、前記透光性部材の高さよりも低く設
けられていることを特徴とするディスプレイユニットの製造方法であって、前記光源を液
体状の光吸収部材で覆う工程と、隣接する前記光源の間にある前記光吸収部材を、前記透
光性部材の高さよりも低くなるように硬化することによって、前記発光素子の上面側にあ
る前記透光性部材の表面を被膜する工程と、を有することを特徴とする。これにより、各
光源の間に隙間無く光吸収部材を配置することができると共に、発光素子の上面側に設け
られる光吸収部材を容易に薄膜化することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コントラストを向上させることができると共に視認性にも優れたディ
スプレイユニット及び、その製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係るディスプレイユニットにおける最良の実施形態（以下「実施形態」
という）について詳細に説明する。
【００１４】
　また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するもので
は決してない。実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置
等は、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく
、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明
確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号に



(5) JP 5092866 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

ついては同一もしくは同質の部材を示しており、詳細な説明を適宜省略する。さらに、本
発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼
用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することも
できる。
　また、本発明において、発光素子１０の上面とは、発光素子１０を実装する際の載置面
とは逆側の面であり、発光素子１０の上面側とは上面方向（向き）を示すものである。ま
た、発光素子１０の側面とは、発光素子１０の上面と載置面との間にある面であり、発光
素子１０の側面側とは側面方向（向き）を示すものである。
【００１５】
＜第一の実施形態＞
　図１は、第一の実施形態に係るディプレイユニットを模式的に示す概略図（斜視図）で
ある。ただし、図１は、光源３０の配置を示すために、光吸収部材５０から回路基板４０
の表面を部分的に露出させた状態を示している。
　図２は、第一の実施形態に係るディスプレイユニットを模式的に示す図１のＡ－Ａ' 線
における概略断面図である。なお、図２における（Ａ）乃至（Ｃ）は、それぞれ透光性部
材２０の断面形状が異なる第一の実施形態に係る変形例を示している。
【００１６】
　第一の実施形態に係るディスプレイユニットは、発光素子１０および発光素子１０を覆
う透光性部材２０を有する複数の光源３０と、複数の光源３０が配列された回路基板４０
と、を有している。特に、隣接した各光源の間には透光性部材２０を介して発光素子１０
の側面側を覆う光吸収部材５０を有しており、光吸収部材５０はさらに発光素子１０の上
面側にある透光性部材２０の表面を被膜している。このとき、透光性部材２０の表面に対
して略垂直方向における光吸収部材５０の厚さは、発光素子１０の側面側よりも上面側の
方が薄くなるように設けられている。
【００１７】
　本実施形態において、光源３０は、外部と接続可能な回路パターン（図示しない）が設
けられた実装基板１２を有し、実装基板１２の上面に複数の発光素子１０が実装されてい
る。発光素子１０は、ワイヤ（図示しない）により実装基板１２の回路パターンと電気的
に接続されている。さらに実装基板１２の上面には、発光素子１０およびワイヤ（図示し
ない）を覆うようにして透光性部材２０が設けられている。このような光源を用いること
によって、光源の実装領域を小さくすることができるため、ディスプレイユニットとして
高精細化を実現することができる。このとき、実装された各光源の間隔は、３ｍｍ以下と
するのが好ましい。
　光源３０が実装される回路基板４０は、ディスプレイユニットの表示面となる主面側に
複数の光源３０を駆動させるための配線パターン４１が形成されている。回路基板４０の
主面側に載置された複数の光源３０は、マトリックス状に配列されると共に、回路基板４
０の配線パターン４１と電気的に接続されている。さらに、回路基板４０の主面と対向す
る面には、主面側から導出された回路基板４０の配線と電気的に接続された駆動ＩＣやイ
ンターフェイス等の制御部材１６が実装されている。
【００１８】
　さらに、回路基板４０の主面側には、実装された複数の光源３０を覆うようにして光吸
収部材５０が設けられている。具体的には、光吸収部材５０は、実装された複数の光源３
０の間を埋めるようにして設けられると共に、発光素子１０の側面側に位置する透光性部
材２０の表面を覆っている。このとき、隣接した光源３０の間にある光吸収部材５０は、
発光素子１０の上面以上の高さを有している。さらに、各光源の間に設けられた光吸収部
材５０は、連続して発光素子１０の上面側に位置する透光性部材２０の表面を被膜してい
る。つまり、透光性部材２０の表面に対して略垂直方向における光吸収部材５０の厚さは
、発光素子１０の側面側よりも上面側の方が薄くなるように設けられている。このとき、
発光素子１０の上面側に位置する光吸収部材５０の膜厚は、外光１００の反射を抑制可能
な１０μｍ以上であることが好ましく、発光素子１０からの光の一部が外部に放出可能な
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１００μｍ以下であることが好ましい。さらに好ましくは、発光素子１０からの光取り出
し効率を向上させることが可能な１０μｍ以上５０μｍ以下である。また、発光素子１０
の側面側に位置する光吸収部材５０の膜厚は、隣接する光源間を隙間無く埋めるのが好ま
しく、ディスプレイユニットを高精細化する際には端面膜圧を想定ピッチの半分以下（例
えば、３mmピッチのユニットであれば１．５mm以下）とするのが好ましい。
【００１９】
　これにより、発光素子１０の上面方向に出射された光は、その一部が光吸収部材５０の
薄膜部（発光素子１０の上面側に位置する光吸収部材５０）を介して、ディスプレイユニ
ットの表示面側に放出される。このため、ディスプレイユニットとして文字や図柄などを
表示することができる。具体的には、発光素子１０からの光が、透光性部材２０内に一度
取り出される。さらに、取り出された発光素子１０の光は、透光性部材２０の表面から回
路基板４０に対して垂直方向に出射される（第１の光１０a）と共に、斜め方向にも出射
される（第２の光１０ｂ）。このため、光吸収部材５０によって各光源３０の配光が極端
に狭まるのを抑制することもでき、ディスプレイユニットとして視認性が低下してしまう
のを抑制することができる。また、光吸収部材５０の薄膜部は、透光性部材２０の表面に
照射された外光１００を吸収および拡散する。このため、透光性部材２０の表面で外光１
００が反射されることによって、ディスプレイユニットの表示面がギラつくのを防止する
ことができる。
　一方、発光素子の側面方向に出射された光は、各光源３０の間に設けられた光吸収部材
５０によって吸収される。このため、隣接する光源３０からの光によって、点灯していな
い光源３０までもが擬似的に点灯してしまうのを防止することができる。
【００２０】
　また、回路基板４０の主面側に設けられた光吸収部材５０は、さらに連続して回路基板
４０の側面側を覆うこともできる。これにより、ディスプレイユニットを複数並べて配置
した際に生じる隙間によって、発生する目地の見え方を改善する事ができる。
【００２１】
　以上説明したように、第一の実施形態に係るディスプレイユニットは、コントラストを
向上することができると共に、視認性に優れたディスプレイユニットとすることができる
。
【００２２】
　以下、本発明に係る実施形態の各構成について詳述する。
【００２３】
（回路基板）
　回路基板は、ディスプレイユニットの土台であって、各部材を直接又は間接的に接続す
るための部材をいう。
　本実施形態において、回路基板の主面側には、複数の光源を駆動させるための配線が形
成されている。さらに、回路基板の配線は、回路基板の主面と対向する面に導出されてお
り、駆動ＩＣやインターフェイス等の制御部材と接続されている。このような回路基板に
用いられるものとしては、セラミック基板や、ガラスエポキシ基板、アルミコア基板など
が挙げられる。
【００２４】
（光源）
　光源は、ディスプレイユニットにおける各ドットを構成するものであり、回路基板に配
列されるものである。このような光源には、セラミックや樹脂などで形成されたパッケー
ジに発光素子を載置した表面実装型（ＳＭＤ）の他、リードフレームに載置された発光素
子をガラスや樹脂などでモールドして形成した砲弾型（ランプタイプ）等を利用すること
ができる。
　また、回路基板の表面に直接載置した発光素子を透光性部材で覆うことによって光源を
構成することもできる良い。これにより、光源の実装領域をさらに小さくすることができ
るため、ディスプレイユニットとして高精細化を実現することができる。
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【００２５】
　本実施形態における光源は、実装基板（パッケージ）に発光素子が載置され、かつ発光
素子の周囲を透光性部材が覆う表面実装型が用いられている。これにより、光源が後述す
る光吸収部材に覆われたとしても、各光源の配光が極端に狭まるのを抑制することができ
る。また、実装基板の表面には、ワイヤなどにより発光素子と電気的に接続することが可
能な回路パターンが形成されている。このような実装基板に用いられるものとしては、例
えば、セラミック基板や、ガラスエポキシ基板、アルミコア基板などが挙げられる。
　ただし、本発明における光源は、本実施形態のように発光素子をフェイスアップ実装す
るだけでは無く、フェイスダウン実装を用いても良い。特に、フェイスダウン実装を用い
た場合は、発光素子の電極と回路パターンとを導電性のダイボンド部材（例えば、半田バ
ンプ、金バンプ等）で接着するため、ワイヤを用いること無く電気的に導通をとることが
できる。これにより、光源自体を小型化することができるため、ディスプレイユニットを
さらに高精細化することができる。
【００２６】
（発光素子）
　光源に用いられる発光素子としては、発光ダイオード（ＬＥＤ）や半導体レーザ素子（
ＬＤ）等が挙げられる。これらの発光素子は、入力に対する出力のリニアリティが良く、
効率に優れ、長寿命で安定して使用できる等の利点が得られる。発光素子は、一つの光源
に複数用いても良く、ＲＧＢの発光素子を近接配置することによりフルカラー表示が可能
なディスプレイユニットとすることができる。また、発光素子の種類は、特に限定されな
いが、例えば、緑色及び青色には窒化ガリウム系化合物半導体、そして赤色にはガリウム
・アルミニウム・砒素系やアルミニウム・インジウム・ガリウム・リン系の半導体を用い
ることが好ましい。
【００２７】
（透光性部材）
　透光性部材は、発光素子などを外部環境から保護すると共に、発光効率及び配光性を改
善するためのものである。例えば、後述する光吸収部材によって光源の配光が極端に狭ま
るのを抑制することができる。
　本実施形態において、透光性部材の断面形状は、任意な光源からの光を得るために適宜
変更することができ、例えば、略四角形状、略台形状および略半円形状などが挙げられる
。特に、略台形状や略半円形状などのように、周辺部から中央部付近にかけて滑らかな斜
面又は曲面を有する形状を用いても良い。これにより、回路基板に対して垂直方向におけ
る光吸収部材の厚さを、必然的に透光性部材の中央部に向かって徐々に薄くすることがで
きる。このため、光源からの光を徐々に暈すことができ、ディスプレイユニットに表示さ
れる文字や図柄などを点状ではなく面状に表示できるため、さらに視認し易くすることが
できる。
　また、透光性部材は、光吸収部材との界面に溝や段差、凹凸などが形成されていても良
い。これにより、光吸収部材が透光性部材から剥離するのを抑制することができるため、
光学特性の異常を防止することができる。
【００２８】
　このような透光性部材に用いられる材料は、発光素子からの光を効率良く透過すること
ができれば良く、例えば、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、変性エポキシ樹
脂、変性シリコーン樹脂、ポリアミドなどの耐候性に優れた透明樹脂やガラスなどが好適
に用いられる。高密度に発光素子を配置させる場合は、熱衝撃による各部材間の接合破壊
を抑制するために、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂やそれらを組み合わせたものなどを使
用することがより好ましい。
　さらに、透光性部材には、蛍光体を含有させることもできる。これにより、発光素子か
らの光を波長変換し、波長変換された光と発光素子からの光との混色光を出力することが
できる。例えば、青色ＬＥＤとＹＡＧ蛍光体（Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活さ
れる希土類アルミン酸塩蛍光体）などの黄色蛍光体とを組み合わせることにより、白色光
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を得ることができる。他には、青色ＬＥＤと、β型サイアロン系蛍光体やシリケート系蛍
光体（例えば、Ｓｒ２ＳｉＯ４：Ｅｕ）などの緑色蛍光体と、窒化物系蛍光体（例えば、
ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ）などの赤色蛍光体とを組み合わせることによっても、白色光を
得ることができる。また、所望外の波長をカットする目的で有機や無機の着色染料や着色
顔料を含有させても良い。この他にも、色度や輝度などのムラを抑制するために、タン酸
バリウムや酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素などの光拡散部材を含有させても良
い。
【００２９】
（光吸収部材）
　光吸収部材は、ディスプレイユニットの表示面において、外光が反射されるのを軽減す
るための部材であると共に、各種回路を外部環境から保護するための部材である。このた
め、光吸収部材は、ディスプレイユニットの表示面全体を覆うと共に、発光素子の上面側
において発光素子からの光を外部に放出可能に薄膜化されている。
　さらに、光吸収部材は、ディスプレイユニットの側面側にある回路基板側面まで覆うの
が好ましい。このとき、回路基板側面を覆う光吸収部材は、弾力性を有し、かつ、その厚
さが回路基板に配列された光源間の距離の半分であるのが好ましい。これにより、ディス
プレイユニットを複数並べた際に生じる応力を和らげることができる。さらに、ディスプ
レイユニット間に生じる隙間を埋めることもできるため、発生する目地の見え方を改善す
る事ができる。
【００３０】
　このような光吸収部材としては、カーボンブラックや黒色染料などを樹脂に混入させた
黒色樹脂が好ましい。樹脂としては、例えば、フッ素樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹
脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などを用いることができる。これにより、光源が高密度
に実装されたとしても、光吸収部材を隙間無く光源間に充填することができるので、コン
トラストが低下するのを抑制することができる。また、光吸収部材は、透光性部材と同じ
材質を用いるのが好ましい。これにより、光吸収部材が透光性部材との界面で剥離するの
を抑制することができる。
【００３１】
　また、光吸収部材の表面には、外光の反射を抑制する艶消し処理を行うのが好ましい。
艶消し処理としては、特に限定されないが、サンドブラストなどの方法が挙げられる。こ
の他には、光拡散部材などのフィラーを光吸収部材に含有させて硬化させたり、高温高湿
下で光吸収部材を硬化させたりすることによっても、光吸収部材の表面にμｍオーダーレ
ベルで凹凸を形成することができる。
【００３２】
＜第二の実施形態＞
　図３は、第二の実施形態に係るディスプレイユニットを模式的に示す概略断面図である
。
　図４及び図５は、それぞれ第二の実施形態に係るディスプレイユニットにおける光吸収
部材５０の変形例を模式的に示す概略断面図である。
　なお、図３乃至５における各（Ａ）乃至（Ｃ）は、第一の実施形態と同様に、透光性部
材２０の断面形状を異ならせた際の第二の実施形態に係る変形例を示している。
【００３３】
　また、第二の実施形態に係るディスプレイユニットは、光吸収部材の表面状態以外は、
第一の実施形態と実質的に同様の構造を有している。なお、同じ構造については説明を省
略する部分もある（以下の実施形態および実施例でも同様とする）。
【００３４】
　図３に示すように、第二の実施形態に係るディスプレイユニットは、発光素子１０およ
び発光素子１０を覆う透光性部材２０を有する複数の光源３０と、複数の光源３０が配列
された回路基板４０と、を有している。隣接した各光源の間には透光性部材２０を介して
発光素子１０の側面側を覆う光吸収部材５０を有しており、光吸収部材５０はさらに発光
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素子１０の上面側にある透光性部材２０の表面を被膜している。このとき、透光性部材２
０の表面に対して略垂直方向における光吸収部材５０の厚さは、発光素子１０の側面側よ
りも上面側の方が薄くなるように設けられている。
　これに加え、本実施形態に係るディスプレイユニットでは、隣接した光源３０の間にあ
る光吸収部材５０が、透光性部材２０の高さよりも低くなるように設けられている。この
ため、透光性部材２０の表面から出射される光としては、回路基板４０に対して垂直方向
に出射される第１の光１０aの他に、斜め方向に出射される第２の光１０ｂをさらに容易
に得ることができる。これにより、各光源の配光をさらに広げることができるため、ディ
スプレイユニットとしての視認性を向上させることができる。
【００３５】
　さらに、図４に示すように、隣接した光源３０の間にある光吸収部材５０の表面は、凹
曲面を有しているのが好ましく、滑らかに連続して発光素子１０の上面側にある透光性部
材２０の表面を被膜している。このため、透光性部材２０の表面に対して略垂直方向にお
ける光吸収部材５０の厚さを、発光素子１０の側面側から上面側に向けて徐々に薄くする
ことができる。これにより、光源３０からの光を徐々に暈すことができるため、ディスプ
レイユニットとしての視認性をさらに向上させることができる。また、光吸収部材５０が
吸収しきれなかった外光１００を凹曲面で拡散させることもできるため、ギラつきの発生
をさらに抑制してコントラストを向上させることができる。
　また、図５に示すように、各光源の間に配置される光吸収部材５０と、発光素子１０の
上面側にある透光性部材２０表面を被覆する光吸収部材５０と、を実質的に分離して形成
することもできる。これにより、第２の光１０ｂが光吸収部材５０で必要以上に吸収され
るのを防止することができるため、光取り出し効率が低下するのを抑制することができる
。
【００３６】
　以上説明したように、第二の実施形態に係るディスプレイユニットは、第一の実施形態
よりも、さらにコントラストおよび視認性に優れたディスプレイユニットとすることがで
きる。
【００３７】
（製造方法）
　本実施形態に係るディスプレイユニットの製造方法を以下に説明するが、これに限定さ
れない。
　まず、光源３０等が実装された面を上にして、回路基板４０を枠体内（図示しない）に
設置する。枠体は、回路基板４０が設けられる底面およびその底面を囲む側面とから構成
される凹部を有している。
　続けて、各光源３０の間から露出された回路基板４０の上面全体に、光吸収部材５０を
充填する。さらに、隣接する光源３０の間に充填された光吸収部材５０を、発光素子１０
の上面側にある透光性部材２０の表面まで這い上がらせることによって被膜させる。これ
により、発光素子１０の上面側に位置する光吸収部材５０を容易に薄膜化して設けること
ができる。このとき、回路基板４０の側面と枠体の側面との隙間にも同時に光吸収部材５
０を充填しても良い。これにより、光吸収部材５０が回路基板４０の側面を覆うように設
けることができる。
　最後に、光吸収部材５０を硬化させて、回路基板４０を枠体から取り出す。
【００３８】
　また、上記の這い上がりによる方法の他にも、以下の方法を用いても良い。
　まず、光源３０を覆うように液体状の光吸収部材５０を充填する。次に、光吸収部材５
０を揮発させながら硬化させる。これにより、隣接する光源３０の間にある光吸収部材５
０が、透光性部材２０の高さよりも低くなるように硬化される。これに伴い、発光素子１
０の上面側にある透光性部材２０の表面が、光吸収部材５０によって被膜された状態で硬
化される。
　この他には、枠体の側面において、透光性部材５０の高さとほぼ同じか、それよりも低



(10) JP 5092866 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

い位置に光吸収部材５０を排出させるための穴が形成された枠体を用いる。これにより、
光源３０を覆うように液体状の光吸収部材５０を枠体内に充填した後、自動的に光吸収部
材５０が枠体側面の排出穴から排出される。このため、隣接する光源３０の間にある光吸
収部材５０が、透光性部材２０の高さよりも低くなるように設けられる。これに伴い、発
光素子１０の上面側にある透光性部材２０の表面もまた、光吸収部材５０によって被膜す
ることができる。
【実施例１】
【００３９】
＜実施例１＞
　実施例１として、第二の実施形態に係るディスプレイユニットを用いて説明する。
【００４０】
　実施例１は、発光素子１０、実装基板１２、ワイヤ（図示しない）および透光性部材２
０から少なくとも構成される複数の光源３０と、さらに、回路基板４０と、光吸収部材５
０と、を備えている。
　また、発光素子１０としてRGB色の各発光ダイオード（ＬＥＤ）、実装基板１２および
回路基板４０としてガラスエポキシ基板、ワイヤ（図示しない）として金（Ａｕ）、透光
性部材２０としてシリコーン樹脂、光吸収部材として黒色シリコーン樹脂を用いる。
　また、本実施例において、発光素子１０の直上とは、発光素子１０の側面を回路基板に
対して垂直方向に伸ばした際に、発光素子１０の側面によって囲まれる部分をいう。さら
に、発光素子１０の真横とは、発光素子１０の上面および載置面を回路基板に対して水平
方向に伸ばした際に、発光素子１０の上面および載置面の間にある部分をいう。
【００４１】
　実施例１における光源３０は、外部と接続可能な回路パターンが形成された実装基板１
２に、RGB色の発光素子１０がそれぞれ一つずつ載置されている。各発光素子１０は、回
路パターンとワイヤ（図示しない）により電気的に接続されている。さらに、実装基板１
２上面には、各発光素子１０およびワイヤ（図示しない）を覆うように透光性部材２０が
設けられている。透光性部材２０の断面形状は、角部に丸みを有した略長方形状であり、
後述する光吸収部材５０が透光性部材２０を被覆し易くすることができる。
　さらに、光源３０は、回路基板４０に実装されている。回路基板４０の表面には、光源
３０と電気的に接続された配線パターン４１が形成されている。回路基板４０の配線パタ
ーン４１は、光源が実装された面と逆側の面に導出されており、配線制御部材１６と電気
的に接続さている。
【００４２】
　また、光源３０が実装された回路基板４０の表面には、光吸収部材５０が設けられてい
る。光吸収部材５０は、各光源における透光性部材２０の周囲を覆っている。このとき、
隣接した光源３０の間に設けられた光吸収部材５０は、透光性部材２０の高さよりも低く
なるように設けられている。具体的には、隣接した光源３０の間に設けられた光吸収部材
５０が、発光素子１０の真横に位置する透光性部材２０の表面を少なくとも覆っている。
さらに、各光源間に設けられた光吸収部材５０は、発光素子１０の直上に位置する透光性
部材２０の表面をも被膜している。このとき、透光性部材２０の表面に対して略垂直方向
における光吸収部材５０の厚さは、発光素子１０の真横よりも直上の方が薄くなるように
設けられている。つまり、発光素子１０の上面側にある透光性部材２０の表面において、
光吸収部材５０が発光素子１０からの光の一部を透過可能に薄膜化された部分を有するこ
とになる。このとき、薄膜化された光吸収部材５０の厚さは、約１００μｍである。また
、光吸収部材５０は、さらに回路基板４０の側面を覆っており、複数のディスプレイユニ
ットを並べた際に生じる隙間を埋めることができる。
　以上により、実施例１に係るディスプレイユニットは、第二の実施形態とほぼ同様の効
果を得ることができる。
【００４３】
　以下、本実施例に係るディスプレイユニットの製造方法について詳述するが、これに限



(11) JP 5092866 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

定されない。
【００４４】
（１）
　まず、複数の制御部材１６を回路基板４０に配置し、リフロー炉を通すことによって制
御部材１６と回路基板４０とをハンダ付けする。このとき、回路基板４０の表面には、配
線パターン４１が形成されており、その配線パターン４１と複数の制御部材１６とがハン
ダによって電気的に接続される。さらに回路基板４０の配線パターン４１は、制御部材１
６が配置された面と逆側の面にも導出されており、制御部材１６と同様にして複数の光源
３０を回路基板４０にマトリックス状に配列して実装する。
（２）
　次に、光源３０等が実装された面を上にして、回路基板４０を枠体内（図示しない）に
設置する。枠体は、回路基板４０が設けられる底面およびその底面を囲む側面とから構成
される凹部を有している。このとき、枠体の底面の大きさは、回路基板４０とほぼ同一か
それよりも少し大きいものを用いる。
（３）
　続けて、各光源３０の間から露出された回路基板４０の上面全体に、光吸収部材５０を
充填する。さらに、隣接する光源３０の間に充填された光吸収部材５０を、膜厚が約１０
０μｍとなるように、発光素子１０の上面側にある透光性部材２０の表面まで這い上がら
せて被膜させる。これにより、発光素子１０の上面側に位置する光吸収部材５０を容易に
薄膜化して設けることができる。
　このとき、回路基板４０の側面と枠体の側面との隙間にも同時に光吸収部材５０を充填
する。これにより、光吸収部材５０が回路基板４０の側面を覆うように設けられる。
（４）
　最後に、光吸収部材５０を硬化させて、回路基板４０を枠体から取り出す。
【００４５】
　以上の工程により、光源３０が高密度に実装されたとしても、光吸収部材５０を隙間無
く光源３０の間に充填することができる。したがって、コントラストが向上されると共に
、視認性に優れた本実施例に係るディスプレイユニットを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明のディスプレイユニットは、野外ディスプレイ、スタジアム等に利用されるリボ
ンサインディスプレイ、道路や駅などに利用される情報板ディスプレイ等の種々のディス
プレイユニットに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】第一の実施形態に係るディスプレイユニットを模式的に示す概略図である。
【図２】第一の実施形態に係るディスプレイユニットを模式的に示す図１のＡ－Ａ'線に
おける概略断面図である。
【図３】第二の実施形態に係るディスプレイユニットを模式的に示す概略断面図である。
【図４】第二の実施形態に係るディスプレイユニットにおける光吸収部材の変形例を模式
的に示す概略断面図である。
【図５】第二の実施形態に係るディスプレイユニットにおける光吸収部材の変形例を模式
的に示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　発光素子
　１０ａ、１０ｂ　発光素子からの光
　１２　実装基板
　１６　制御部材
　２０　透光性部材
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　３０　光源
　４０　回路基板
　４１　配線パターン
　５０　光吸収部材
　１００　外光

【図１】 【図２】
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【図５】
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